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Registro 8-769

Identificación

Institución
Museo Arqueológico de La Serena

Número de registro
8-769

Nº de inventario
02428

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Colección
Arqueológica

Objeto
Jarro (arqueológico y etnográfico)
Dimensiones
Espesor 0.6 cm - Alto 10.1 cm - Largo 15.7 cm - Ancho 10.1 cm - Peso 420
Gramos
Técnica / Material
Modelado de cerámica - Arcilla
Ubicación
En depósito - Museo Arqueológico de La Serena

Descripción
Vasija asimétrica restringida, con cuello recto,corto y
labio evertido, cuerpo elipsoide a ovoide horizontal,con
base ovoidal en relieve-cóncava. Esta pieza presenta
modelados e incisiones para retratar formas zoomorfas.
Superficie generalmente alisada y en el color de fondo
natural de la greda (beige monocromo negruzco).
Muestra su sección alargada, con huellas de quemado u
hollín por su exposición en el fogón, debido a su uso
doméstico o utilitario.

Estado de conservación
Regular

Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

https://www.surdoc.cl/registro/8-769
http://www.tesauroregional.cl/terminos/2562
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3490
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010453
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Área cultural segundo nivel
Norte Chico

Nombre sitio
Conay. Huasco. III Región

Temporalidad
Período Alfarero Intermedio Tardío

Cultura arqueológica
Cultura Diaguita

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Donación

Procedencia
Sr Eleazar Alvarez

Fecha de ingreso
1951

Registradores
Marcos Biskupovic , 2012-02-17
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